附件：
会议审定和预审的标准项目
	序号
	组别
	计划文号及编号
	项目名称
	牵头单位
	备注

	1 
	第一组
	国标委发[2024]44号
20243065-T-469
	激光器外延芯片用砷化镓衬底
	广东先导微电子科技有限公司
	审定

	2 
	
	国标委发[2025]3号
20250148-T-469
	300 mm硅片表面纳米形貌的评价方法
	山东有研艾斯半导体材料有限公司
	预审

	3 
	
	工信厅科[2024]18号
2024-0075T-YS
	三氯化镓
	广东先导微电子科技有限公司
	审定

	4 
	
	中色协科字[2024]80号
2024-063-T/CNIA
	半导体外延用等静压石墨
	四川福碳新材料科技有限公司
	审定

	5 
	第二组
	国标委发[2025]29号
W20255693
	太阳能电池用硅片厚度及总厚度变化测试方法
	隆基绿能科技股份有限公司
	审定

	6 
	
	国标委发[2025]29号
W20255694
	太阳能电池用硅片表面粗糙度及切割线痕测试方法
	瑟米莱伯技术（无锡）有限公司
	审定

	7 
	
	国标委发[2025]29号
W20255696
	太阳能电池用硅片翘曲度和波纹度测试方法
	江苏协鑫硅材料科技发展有限公司
	审定

	8 
	
	国标委发[2025]29号
W20255697
	太阳能电池用硅单晶及硅单晶片
	TCL中环新能源科技股份有限公司
	审定

	9 
	
	国标委发[2025]29号
W20255698
	太阳能级硅多晶
	洛阳中硅高科技有限公司
	审定
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